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免責聲明 

 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所

取得的預測性資訊。 

 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可

能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能

來自於各種本公司所不能掌控的風險。 

 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看

法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負

責隨時提醒或更新。 
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會議議程 

公司介紹 

營運成果 

營運展望 

問答時間 

 

3 

陳鎮福 發言人 

邱耀銓 總經理 

陳鎮福 發言人 

 

  



公司簡介 
成立時間：2001/4/26 

資 本 額 ：8.78億元 

董 事 長 ：劉揚偉  

總 經 理 ：邱耀銓   

營業項目： 

 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務 

 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並

提供整合性解決方案 

 醫療影像診斷設備製造及設計服務 

2001 公司設立 

2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產 

2015 TWSE 掛牌上市 

2016 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」 

2017 
榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及 
「全球服務快速發展優良表現獎」 

2018 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」 

2019/ 
2020 

榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」 

2020 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards -菁英獎 

榮耀與里程碑： 

竹南營運總部-2002(銷售/研發/製造) 竹南二廠-2022(銷售/製造) 

江蘇昆山廠區-2002(製造) San Jose & Austin-
2001(銷售/客戶服務) 

 
  

 
 

 行銷/客戶服務 
 國際採購 

 
 
 
 
 
 

 製程設備系統集成 
 特殊製程 

 
 

 
 
 
 
 

關鍵零部件 
能源設備系統集成 

 
  

 
 
 
 

關鍵備品耗材 
半導體自動化設備 

 
  

 
 
 

關鍵備品耗材 
戰略擴充 

上海松江廠區-2005(銷售/製
造) 

：京鼎現在據點 

：京鼎未來擴充據點 

南京子公司-2020(銷售) 
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1.半導體前段製程設備 2.半導體自動化設備 

客製化 模組化 智能化 

垂直整合製造服務營運模式 

市場定位 

彈性 服務 

速度 成本 

一次購足之整合性解決方案 Refurbish/Repair 

Client-side onsite 

Magement 

Equipment 

installation 

Global logistics 

 

 

 

Critical Components 

Critical Spare Parts 

High Purity/Vacuum 

Valve 

Vacuum Chamber 

Equipment Body 

 

Semi/Solar/Medical 

System  Integration 

ODM/JDM design 

Virtual Factory 

Concurrent System 

Design  

 

 

Component Move Service 

G
o
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  CVD/PVD/ALD 

Module 

  Etch Module 

CMP Module 

 

 

Module 



 產業/產品佈局 

 設備開發(非製程類) 

 先進製程微污染防治

方案 

 晶圓AOI檢測設備  

 氮氣倉儲系統 

 晶圓移載搬送自動化 

 醫療影像診斷設備 

 醫療設備關鍵零組件 

 放射治療設備 

半導體廠自動化 
設備自主研發 

 半導體晶圓製程設備製造(蝕

刻、薄膜、化學機械研磨及

檢測設備) 

 能源設備(Solar/LED) 製造 

 關鍵製程備品耗材 

半導體製程相關
設備生命週期 
製造服務 

設備及關鍵部件 
再生循環經濟 

 設備再生循環服務 

 零部件再生循環服務 

 技術衍生應用服務 
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醫療設備開發及
製造服務 



綜合損益表 
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營收趨勢 
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單位：新台幣百萬 
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2021年第三季銷售分析 
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單位：百萬 單位：百萬 

半導體/面板設備關鍵部件製造  

                +6%  QoQ  

                +31%  YoY 

自動化設備 

+20%  QoQ 

-33%  YoY 

能源設備關鍵部件製造    

           -18%  QoQ  

            -86%   YoY 
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資產負債表及重要財務指標 
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現金流量表 
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*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出 



產業動態 
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 Semi預估2021年半導體設備支出成長44%約918億美元，帶動今年營收成長 

 資本密集度上升 

1. 在5G、AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、eV(電動車)及資料中心等應用下，帶動晶片需求 

2. 全球晶圓大廠持績擴建半導體產能 

3. 各國政府將半導體視為戰略產業，推出政策激勵，建立自主半導體供應鏈 

 三家研調機構對2022年半導體設備支出表達正向看法，預估明年半導體前段設備支出約6%~10%的成長 
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6% ~ 10% 
↑ 資本密集度上升 

Data Source:SEMI(2021/9) ,Gartner(2021/10),VLSI(2021/9,)IBS,WSTS 



2021年第四季展望 
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自動化設備 

QoQ 

YoY 

京鼎 

QoQ 

YoY 

半導體/面板設備關
鍵部件製造 

QoQ 

YoY 

能源設備關鍵部件
製造 

QoQ 

YoY 



近期重要事件摘要 

 大陸昆山子公司9月底配合當地政府限電措施對公司營運未造成重大影響 

 產能擴充，京鼎董事會通過資本預算案 

 

 

 

 

 

 董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股，私募額度不超過8,800,000股(不超

過股本10%)，股東臨時會訂為12/30 
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廠區 產品 投資內容 董事會日期 投資金額 

昆山廠 關鍵零部件 購置設備 
2021/06/30 RMB  1.02億 

2021/11/10 RMB  1.74億 

上海廠 模組設備 購置設備(含法規遵循) 2021/11/10 RMB  0.39億 

竹南二廠 關鍵備品耗材 建置廠房(含購置設備) 2021/11/10 NTD  24.18億 



Q&A 
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Thanks for  
your attention 

京鼎精密科技 


